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Az dsszes elektronikai eszkoz hét termel, ami idovel a hdmérséklettel 6sszefiiggd problémakat okozhat. Ezért
az Ujratolthetd eszkdzokben a nagyteljesitményii berendezésektdl kezdve a szorakoztato elektronikai cikkeken
keresztiil az elektromos jarmiivekig igen fontos a hovezetés kérdése, az egyre kisebbedd elektronikai eszko-
zokben pedig gondoskodni kell a h szétoszlasarol.

E gondolat mentén a 2018-ban a coloradéi Lovelandben alapitott X2F (Extrude to Fill) nevii cég a ha-
gyomanyos hdelvezetési technikaktol teljesen eltéré megoldast dolgozott ki, amit Controlled Viscosity Mol-
ding, azaz CVM néven szabadalmaztatott. A folyamat lényege, hogy lehetové teszi az elektronikai eszkdzok
¢és az akkumulatorok magas toltdanyag-tartalmu, hévezetd polimerkompozitokkal valo beboritasat, és a hot
elszivo hohid kialakitasaval az elektronikai eszk6zok hiitését.

A CVM technoldgianal alkalmazott nyomas tobb, mint 70%-kal alacsonyabb a hagyomanyos froccsontés-
hez képest. Az 4j technoldgia olyan koltséghatékony €s idotakarékos hévezetési megoldas, ami egyuttal védi
az érzékeny komponenseket a kdrnyezeti szennyezddésektdl, az iitddésektdl és rezgésektdl is. Erdsebb és tar-
tosabb alkatrészek, valamint kedvezébb anyagtulajdonsagok érhetok el a CVM-folyamattal. A CVM techno-
logia alkalmazasa példaul a Raspberry Pi egykartyas szamitogépben igen népszeri.

A coloradoi kdzpontban 15 6t foglalkoztatd cég sajat maga tervezte a feldolgozo gépet, melynek nagyjabol
90%-4at kiils6 cégek gyartjak, de a gép lelkét jelentd extruderrdl és szoftverrdl a cég maga gondoskodik. Az
alacsonyabb nyomasnak koszonhetden a h6formazasi folyamat a froccsontéshez képest sokkal kevésbé durva
¢s koptato eljaras, ami Iényegesen csokkenti a véletlen hibak kockézatat és az érzékeny komponensek sériilését.
Ezzel a technoldgiaval kdnnyebb az ultranagy molekulasulyu polietilén (UHMWPE), a szénszal-erdsitésti
polimerek (pl. nylon, polipropilén, poli(éter-éter-keton) (PEEK)), magas toltdanyag-tartalmil ivegszalas po-
limerek, fém- és keramia-erdsitésii hévezetd polimerek hoformazasa. Sajat tervezésti gépét az X2F tavaly egy
forgo asztallal egészitette ki, ennek koszonhetden csokkentek a ciklusidok, és ez megnyitja az utat a nagyobb
volumenti CVM-gyartas el6tt, ami évente akar 4 millio alkatrész gyartasat is jelenthei a ciklusid6tol fliggden.
Ujabb fejlesztés a minden egyes CMV-16véshez [shot] kidolgozott tavfeliigyeleti funkcio.

Egy egyiittmiikodés keretében az X2F a korszerli anyagokat szallito német Covestro AG Macrolon TC
hévezeto polikarbonatjabol a CVM folyamattal olyan miianyag héelnyel6t gyart, ami feleakkora sulyd, mint
a tipikus ontott aluminium-alkatrész. Ez a megoldas egyuttal lerdviditi az aluminium-alkatrész esetén a for-
mazas vagy maras miatt esetenként hosszu és kacskaringos ellatasi lancot is. A polikarbonat hdelnyeld egy
olyan szerelt egység része, ami lehetévé teszi LED-modulok beépitését kozvetlentil a fényszoro burkolataba,
amivel megtakarithatd a konzolok, csavarok, ragasztok sulya és az ezekhez kapcsolodo szerelési munkakra
forditott idG is.
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